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これまでの成果・期待される成果

製造業における加工の世界トップの生産性を実現するため、CPS型レーザー加工機システムの実装（レーザー加工条件の初期選定のリー
ドタイムを現在の9割減）に向けてマイスターデータジェネレータ試作機の運用検証を開始し、AI解析による穴掘り加工の実用的シミュレー
ション手法の検証に成功した。また、高精度・高スループットな加工を実現する空間光制御技術の実用化（現在の10~ 100倍程度高速化）
に向けて、耐光性能が従来の10倍以上となるデバイスの開発に成功した。さらに、CPS化のノウハウを材料改質プロセスに展開し、研
究期間の短縮に寄与することを見出した。

将来のレーザー加工等への応用を見据えつつ、人や障害物をいち早く検知し安心・安全な移動を可能にするセンシング技術に活用可
能な超小型光源を実装するため、フォトニック結晶レーザーの高輝度化（現在の一般的な半導体レーザーの10倍※1）に向けて、6倍の
輝度を達成した。また、複雑なレンズ系を省略したLiDARシステムのプロトタイプを作製し、高い分解能で計測することに成功した。

100km圏ネットワーク上で完全秘匿なデータ伝送、バックアップ保管、2次利用など新たな秘匿アプリケーションを提供する、量子暗号
技術と秘密分散ストレージ技術を統合した量子セキュアクラウドを実現するために、市場競争力の高い量子暗号装置（耐タンパ性向上、
従来比1/4の低コスト化）の開発に向けて、コスト1/2を実現する設計を完了した。また、電子カルテの秘密分散保管システムを構築し、
災害現場での活用デモを行った。

スマート製造等の実現に係る組合せ最適化等の問題を世界で最も高速に処理する次世代アクセラレータ基盤を世界に先駆けて開発
するため、アクセラレータ・コデザインのアプリケーションプログラム及びインタ―フェースの設計指針を確定した。

※1  単位面積、単位立体角あたりの光出力
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